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VERFAHREN 2Ug HERSTELT.fTNf: tm w LEITFPdt &ttpxi 

Die Erfindung bezieht sich auf ain * v 
lung von Leiterplatten h«t , ^erfahren 2ur Herstel- 

» Oder - foli e ^J^.T^^ r ^ 

schicht gebildet wird. Kupfer- 
HerkSmmlicherweisa werden bei d«»- 

«we8ist3chicht aufg«wal 2 t. Hierauf wird a* 
so tow; „ „.«,«„ / * ln ""«—*•« HachstMS hinau,, 
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enr zu vertretenden Ausschuflanteil. 
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Ota- zur H.„t.Uu ng v=„ Uit.rpi.tten «,^ h «." £ 

Di... A a f g «b. „ lrd .rfi„ < iuB,., m » 8 d , dllreh w 

»u.b« dua9 cit^^t.,. tln . xt « 9 :" : Kh d h - 

•of di. K 0 pf«r,el>ieht .ofj.br.eht wlrd di.'.-. , leht 
«*U« bl. Iur obrfl**. d « Kun.ftoffpl.tt. .^. It « 

, IU *T " u^ d . St .ubp«t£l".r- 

dicht. im .ieb h-trichtiich «»,«.. wlUlrand blshet 

b.i .ln„ J54 _ ^ ein „ Au ,. n?r88<i von 

1.5 m iwi.eh«. rw.1 B.ut.U«.chla,..n z»*l bl. dr.i 

^'T^T hi " dur = h9 * fahrt w « d « .i=h b.i 

UST " ftad »"»«««« »i,chen z..l 

™u i^t lu" 1 !:::^' r 

. • rstallen laBt. Hinzu koamt, dafl der gesamte 

ZTZll iTT'ti ^ **»**°™**or an Person! 

und Materia! daa bekanntan Varfahran. dax.t.Ut. Bei An- 
wendung da. erfind^g.gemaBen Verfahran. laBt ,ich dagegen 
bei entsprechendar Software da. Laiterbild direkt aus dam 
CAD (computer aided design) -Speicher auf die Platte Uber- 
tragan. Zwischentrager und Wer]«euga wi. Drue Jcvor lagan and 
Pilme sind nicht mehr notwendig. Wegen der groBeren PaJc- 
Jcungsdicht. uit sich auch ein betrachtlicher RUckgang des 
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Multilayeranteils bzw. der Lagenzahl verwirklichen, wo- 
durch sich weitere Kosteneinsparungen ergeben. Schliefllich 
laflt sich bei Anwendung des erf indungsgemaBen Verfahrens 
der Kupferverbrauch betrachtlich verringern, da die einzel- 
5 nen Kupferschichten wesentlich diinner ausgefiihrt warden 
konnen, und nicht mehr soviel Flache abgeatzt wird. 

Nach dem erf indungsgemaBen Verfahren lassen sich bei der 
Heratellung von Multilayer- Platte* die Innenlagen her- 
10 stellen. 

GamM einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgem*(len 
Verfahrens wird bei - an sich (iblicher - beidseitiger 
Kupferbeschichtung der Kunststoffplatte nach dem Bohren der 
Durchgangslocher und dem Vorverkup fern der Oberfllche der 
Ourchgangslochar auf die ver.tarkt. Kaachierung ein. tack- 
schicht aufgetragen, worauf die Kupferschicht in den Durch- 
gangslochern vrstlrkt wird. Bei Multilayer-Platten wird 
erst nach der Zusaamenstellung statlicher Platten gebohrt 
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Die Erfindung wird im folgenden durch .in Auafuhrungsbei- 
spiel anhand d.r Zeichnung naher erlautert. Die Zeichnung 
••i«t dan schaaatischen Querschnitt einer Leiterplatte wah- 
rend verschledener Phasen der Herstellung. 

Die Leiterplatte 1 wird mit einer etwa 5 bis 12 m starken 
Kupferkaschierung 2 angeliefert (Quadrant I). Nach dem 
Bohren der Durchgangsiocher 4 wird, wie ebenfalls ia Qua- 
drant I gezeigt, auf die Kupferkaschierung 2 in einem 
chemischen und anschliaflenden galvanischen Arbeitsgang eine 
5 bis 7 ua dicke Verkupferungsschicht 3 aufgetragen. Die 
verkupferungsschicht 3 wird darauf aittels einer Lackschicht 
7 abgedeckt und die Oberf Uche in der Durchgangsbohrung 4 
galvanisch mit einer Verstarkungsschicht 5 von 25 bis 30 urn 
35 Dicke versehen. Die Lackschicht 7 wird anschlieflend wiader 
entfernt. Das Brgebnis ist eine Kunststoffplatte 1 mit einer 
durchgehenden Kupferschicht S (Quadranten II, in und IV). 
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Auf di Kupferschicht 6 wird nun sine beispi lsweise aus 
Pb-Sn bestehende Atzresistschicht 8 aufgetragen {Quadrant 
II) und dann umgeschmolzen^ Die Schmelztemperatur der Xtz- 
resistschicht 8 darf die iiblicherweise angewandte LcJt- 
5 temperatur nicht Uberschreiten. AnschlieBend wird die Xtz- 
resistschicht lings vorgegebener Bahnen mittels eines Laser- 
strahls verdampft, Hierzu wird der Laser kopf oder der Werk- 
stiicktisch der Bearbeitungsvorrichtung, gesteuert von einem 
Rechner, entsprechend den gewdnschten Bahnen gefiihrt. Als 
10 Programmspeicher kann hierbei der Speicher dea Rechner s 
selbst oder ein Band* oder Plattenspeicher dienen. 

Sine trSgheitefreie und demit noch schnellere Bearbeitung 
ist mfiglich, wenn statt dee Laser kopf es oder des Werkstttck- 
15 tisches mittels Ablenksystemen der Laser strahl selbst lings 
den* gewfinschten Bahnen gelenkt wird. 

Nach dem partiellen Verdamp£en der Xtzresistschicht 8, wo- 
bei der in den. Quadranten III und IV geselgte Kanal 9 ent- 

20 steht, wird die Leiterplatte schlieBlich bis hinab zur Ober- 
* fliche der Kunststoffplatte 1 geltzt, wobei, getrennt durch 
die Xtzung 10, die einzelnen Leiterbahnen der Leiterplatte 
entstehen. AnschlieBend wird der Xtzresist durch Strippen 
vollst&ndig (Oberfliche und Bohrungen) entfernt^d «in L£t- 

23 stop-Resist in Siebdruck- oder Fototechnik aufgebracht. An- 
schlieBend warden die Augen und Durchgangslflchar mittels des 
Heiflluft-Verzinnungsverfahrens (Hot Air Levelling) ver- 
zinnt. Die Leiterplatte 1st daait, bis auf die iibliche 

^ Endbehandlung , fertig. 
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